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Fotolacke: Anwendungsbereiche und Kompatibilitaten
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Entwickler: Anwendungsbereiche und Kompatibilitdten

Anorganische Entwickler (typischer Bedarf bei Standard-Prozessen: ca. 20 L Entwickler je L Fotolack)

AZ® Developer basiert auf Na-Phosphat und Na-Metasilikat, ist auf minimalen Aluminiumabtrag optimiert und wird 1 : 1 verdiinnt in DI-Wasser fir hohen Kontrast bis unverdiinnt fiir hohe Ent-
wicklungsraten eingesetzt. Der Dunkelabtrag ist verglichen mit anderen Entwicklern etwas héher.

AZ® 351B basiert auf gepufferter NaOH und wird Ublicherweise 1 : 4 mit Wasser verdiinnt angewandt, fiir Dicklacke auf Kosten des Kontrasts bis ca. 1: 3
AZ® 400K basiert auf gepufferter KOH und wird tiblicherweise 1 : 4 mit Wasser verdiinnt angewandt, fir Dicklacke auf Kosten des Kontrasts bis ca. 1 : 3

AZ® 303 speziell fir den AZ® 111 XFS Fotolack basiert auf KOH / NaOH und wird tblicherweise 1 : 3 - 1 : 7 mit Wasser verdiinnt angewandt, je nach Anforderung an Entwicklungsrate und
Kontrast.

Metallionenfreie Entwickler (TMAH-basiert) (typischer Bedarf bei Standard-Prozessen: ca. 5 - 10 L Entwicklerkonzentrat je L Fotolack)
AZ® 326 MIF ist eine 2.38 %ige wassrige TMAH- (TetraMethylAmmoniumHydroxid) Lésung.
AZ® 726 MIF ist 2.38 % TMAH in Wasser, mit zusatzlichen Netzmitteln zur raschen und homogenen Benetzung des Substrates z. B. fiir die Puddle-Entwicklung.

AZ® 826 MIF ist 2.38 % TMAH in Wasser, mit zusatzlichen Netzmitteln zur raschen und homogenen Benetzung des Substrates z. B. fir die Puddle-Entwicklung und weiteren Additiven zur
Entfernung schwer I8slicher Lackbestandteile (Riickstande bei bestimmten Lackfamilien), allerdings auf Kosten eines etwas héheren Dunkelabtrags.

Remover: Anwendungsbereiche und Kompatibilitdten

Standard-Remover

AZ® 100 Remover ist ein Amin-Lésemittel Gemisch und Standard-Remover fiir AZ® und TI Fotolacke. Zur Verbesserung seiner Performance kann AZ® 100 Remover auf 60 - 80°C erhitzt wer-
den. Da der AZ® 100 Remover mit Wasser stark alkalisch reagiert eignet er sich fir diesbeziiglich empfindliche Substratmaterialien wie z. B. Cu, Al oder ITO nur wenn eine Kontamination mit
Wasser ausgeschlossen werden kann.

Hochleistungs-Remover der TechniStrip® Reihe

Tecthtrlp P1316 ist ein Remover mit sehr starker Losekraft fur Novolak-basierte Lacke (u. a. alle AZ® Positivlacke), Epoxy-basierte Lacke, Polyimide und Trockenfilme. Bei typlschen An-
wendungstemperaturen um 75°C kann Tecthtrlp P1316 auch z. B. durch Trockenatzen oder lonenimplantation stérker quervernetzte Lacke ruckstandsfrei auflosen. Tecthtrlp P1316
kann auch im Spruhverfahren eingesetzt werden. Nicht kompatibel mit Au oder GaAs.

TechniStrip® P1331 ist im Falle alkalisch empfindlicher Materialien eine Alternative zum TechniStrip® P1316. Nicht kompatibel mit Au oder GaAs.

Tecthtrlp NI555 ist ein Stripper mit sehr starker Losekraft fir Novolak-basierte Negativlacke wie dem AZ® 15 nXT und der AZ® nLOF 2000 Serie und sehr dicke Positiviacken wie dem AZ®
40 XT. Tecthtrlp NI555 wurde daflir entwickelt, auch quervernetzte Lacke nicht nur abzulésen, sondern ruckstandsfrei aufzulésen. Dadurch werden Verunreinigungen des Beckens und
Filter durch Lackpartikel und -h&utchen verhindert, wie sie bei Standard-Strippern auftreten kénnen. Nicht kompatibel mit Au oder GaAs.

Weiterfihrende Informationen

Technische Datenblatter

https://www.microchemicals.com/de/downloads/technische_datenblaetter/fotolacke.html
Sicherheitsdatenblatter
https://www.microchemicals.com/de/downloads/sicherheitsdatenblaetter/sicherheitsdatenblaetter.html (Benutzer: microc  Passwort: yoursheets )
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